
《硅片切口尺寸测试方法》编制说明
一 、工作简况：
1.任务来源：根据原中国有色金属工业总公司中色协字[200 ]号文件下达制订国家标准GB/T《硅片切口尺寸测试方法》（以下简称切口尺寸测试方法）的任务，由有研半导体材料股份有限公司负责该标准的编制。

2.主要工作过程：根据任务要求2008年3月开始编制切口尺寸测量方法标准，具体工作：
了解目前使用的切口尺寸检测设备的情况。
了解SEMI相关的标准内容，并将SEMI MF1152-02翻译成中文。
3. 本指南的主要起草人： 
杜娟                工程师
孙燕                高级工程师 

卢立延              高级工程师
二、本方法的编制依据及编制原则：

在考虑到我国生产厂家的使用设备、技术水平的基础上，非等效采用国际先进标准。本方法的内容与SEMI MF1152-02硅片切口尺寸的测试方法相同，形式上依据国标的习惯，有所改变。
三、 依据上述原则，我们参照了SEMI MF1152-02硅片切口尺寸的测试方法编制国标，为了与国标的格式和习惯统一，相对该标准有如下修改。
1.明确了该方法虽然可以用于其他方面，但目前只对于硅片进行了确认。
2. 参考SEMI标准的有关内容，做了以下调整：

2.1将第4部分（4.2放到了5.4干扰因素）重要性和用途分别放在前言及范围两部分中。
2.2将第7部分的抽样调整到第9部分。
2.3第8部分放大倍数的确定调整到第7部分。

2.4将第9部分轮廓模版准备调整至第8部分。
2.5.将第2部分的参考文献中的抽样方案由ANSI/ASQC Z1.4 品质检查抽样程序及表格，改成了GB/T 2828.1计数抽样检验程序，增加了本标准的方便实用性。
2.6.按照国标的习惯将干扰因素调整到第5部分。

2.7.将范围中的1.2移至前言。 
2.8.将12.2的部分内容放置1.2。

2.9.将3.5的内容放置在1.3中。

2.10 将1.3中关于安全的内容删去。

四、引用以下标准
国家标准
GB/T 2828.1计数抽样检验程序
GB/T 12964 硅单晶抛光片
GB/T 12965 硅单晶切割片和研磨片
GB/T 14264 半导体材料术语
SEMI 标准  
SEMI MF1152 硅片切口尺寸的测试方法
五、本标准建议为推荐性的国家标准。
                                              有研半导体材料股份有限公司
二○○九年三月二十三日
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